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Abstract (en)
[origin: WO2024099870A1] The invention relates to a method for coating a water-resistant particle board (1) in order to improve the usability of the
particle board and make it more versatile, wherein the particle board comprises wood chips having a length of 0.5-50 mm, a width of 0.1-20 mm and
a thickness of 0.05-2 mm, and comprises at least one adhesive having an adhesive content of at least 12 wt.% dry matter content wood, the method
comprising the following steps: - providing the particle board (1) having an upper face (1a), a lower face (1b) and side faces, - applying a coating (3),
- applying a decoration, - optionally structuring the coating (3) at least on a portion of the upper face, on a portion of the lower face, and on a portion
of one side face, and - optionally curing the coating. The invention also relates to a coated, water-resistant particle board.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Beschichten einer wasserfesten Spanplatte (1), um die Spanplatte besser und vielseitiger einsetzbar zu
machen, wobei die Spanplatte Späne aus Holz und wenigstens einen Klebstoff mit einem Klebstoffanteil von mindestens 12 Gew.-% /atro Holz
aufweist, mit den Schritten:- Bereitstellen der Spanplatte (1), die eine Oberseite (1a) und eine Unterseite (1b) und Seitenflächen aufweist,- Auftragen
einer Beschichtung,- Aufbringen eines Dekors (2),- ggf. Strukturieren der Beschichtung, jeweils auf mindestens einem Abschnitt einer Oberseite
(1a), einer Unterseite (1b) oder einer Seitenfläche, sowie- ggf. Aushärten der Beschichtung. Die Erfindung betrifft weiter eine beschichtete,
wasserfeste Spanplatte (1).
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